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Isolationline Level 1
Leiterbahnerstellung durch Isolationsfräsen und mechanischer Durchkontaktierung
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Basisline Level 1

Leiterplattenherstellung mit mechanischer Durchkontaktierung
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Basisline Level 2


Leiterplatten wie unter Level 1 zusätzlich mit grüner Lötstoppmaske und blauem Bestückungsdruck
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Basisline Level 3


Leiterplatten wie unter Level 2 jedoch im Negativverfahren mit galvanischer Durchkontaktierung




Mehr







[image: Image]







Comfortline Level 3
Leiterplattenherstellung im Negativverfahren mit galvanischer Durchkontaktierung, grüner Lötstoppmaske und mit blauem Bestückungsdruck wie Basisline Level 3, aber zusätzlich auf Durchsatz optimiert
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Comfortline Level 3 XL


Leiterplattenherstellung im Negativverfahren mit galvanischer Durchkontaktierung, grüner Lötstoppmaske und mit blauem Bestückungsdruck wie Basisline Level 3, aber zusätzlich auf Durchsatz optimiert für

Plattenformat 300 x 400!
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Bungard Profiline Level 3


Leiterplattenherstellung im Negativverfahren mit galvanischer Durchkontaktierung, grüner Lötstoppmaske und mit blauem Bestückungsdruck
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Upgrade Multilayerfertigung




Innenlagenherstellung und Stapelverpressung




Upgrade Multilayer fertigung




Innenlagenherstellung und Stapelverpressung
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Ablaufdiagramm Multilayer komplett
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Bungard Upgrade Filmherstellung





erstellen Sie professionelle Layouts in hoher Auflösung, perfekter Kantenschärfe, kompletter Schwärzung und genauester Maßhaltigkeit
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Upgrade Abwasserbehandlung 1
IONEX A oder B




Upgrade Abwasser behandlung 1
IONEX A oder B
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Upgrade Abwasserbehandlung 2


IONEX KA oder KB




Upgrade Abwasser behandlung 2


IONEX KA oder KB
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Upgrade Abwasserbehandlung 3
AquaPur 1000 
Kreislaufversion ohne Frischwasserbedarf und ohne Kanalanschluss




Upgrade Abwasser behandlung 3
AquaPur 1000 
Kreislaufversion ohne Frischwasserbedarf und ohne Kanalanschluss
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Upgrade Abwasserbehandlung 4


AquaPur 1000 Plus
Vorteile der Bungard AquaPur 1000 und Vorteile der Ionex KB plus Druckwassertank vereinigt in einer Maschine




Upgrade Abwasser behandlung 4


AquaPur 1000 Plus
Vorteile der Bungard AquaPur 1000 und Vorteile der Ionex KB plus Druckwassertank vereinigt in einer Maschine
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Upgrade Pick&Place Linie 1
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Upgrade Pick&Place Linie 2
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Upgrade Pick&Place Linie 3
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Laserlinie Level 1
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fas fa-map-marker


Rilkestrasse 1 
D-51570 Windeck







fa fa-phone


+49 2292 / 9 28 28 - 0







fa fa-fax


+49 2292 / 9 28 28 - 29
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info@bungard.de
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Newsletter
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        Wir verwenden auf dieser Website neben den technisch notwendigen Cookies auch Cookies von Fremdanbietern, die u. a. zur anonymen Sammlung statistischer Daten oder zum Bereitstellen von externen Videos (YouTube) genutzt werden. Mit der Bestätigung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies verwenden. Wenn Sie die Website vollumfänglich nutzen möchten, bestätigen Sie den Einsatz dieser Cookies. 

 Sollten Sie die Cookies ablehnen, kann es dazu führen, dass Ihnen einige Teile der Website nicht angezeigt werden.    
            Akzeptieren           Ablehnen                        Weitere Informationen                  |                  Impressum            
      
     
   
 
       

    [image: ]



